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Dispositifs a semiconducteurs.

La présente norme annule et remplace I'lEC/PAS 62178 publié en 2000, Cette premiere
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Interna
Semicdnductor devices.

fional ;Standard IEC 60749-25 has been prepared by IEC technical commit

ee 47:

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62178 published in 2000. This first edition
constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1696/FDIS 47/1706/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette méthode d’essais mécaniques et climatiques, relative aux changements de tem-
pérature, est le résultat d’'une réécriture compléte de I'essai contenu dans le Paragraphe 1.1
du Chapitre 3 de la CEI 60749.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

. renlplacée par une édition révisée, ou
*+ ame¢ndée.



https://iecnorm.com/api/?name=714037fe4f2bc706f02cd0afc43535bc

60749-25 O IEC:2003 -7-

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This mechanical and climatic test method, as it relates to change of temperature, is a com-
plete rewrite of the test contained in Subclause 1.1 of Chapter 3 of IEC 60749.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
.« am¢nded.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 25: Cycles de température

maine d’application

La présente partie de la CEl 60749 fournit une procédure d’essai pour déterminer la capacité

des dis|
contrai
tures.

résulte

Cette 1

positifs a semiconducteurs et des composants et/ou des cartes équipées a résis

htes mécaniques induites en alternant des extrémes de hautes et basses)te

Des variations permanentes des caractéristiques électriques et/ou physiques g
de ces contraintes mécaniques.

néthode d’essais est, en général, en accord avec la CEl 60068<2-14, mais

tenu d¢s exigences spécifiques aux semiconducteurs, les articles’de la présente

s’appli

La pré
double
cycles
est chg

huent.

sente méthode d’essais s’applique aux cycles de température en chambre

et triple et englobe les essais de composants et d’interconnexions soudées. D
pour chambres uniques, la charge est placée dans une chambre en poste fixe
uffée ou refroidie en introduisant de I'air chaud; &/température ambiante ou fro

la chambre. Dans les cycles pour chambres doubles;\la charge est placée sur une plats

mobile
Dans |
chamb

qui fait la navette entre les chambres en poste fixe maintenues a température
bs cycles de température en chambres triples, la charge est déplacée entre |
es.

2 Réfférences normatives

Les dg
docum
non da
amend

CEl 60
tions d

3 Te

cuments de référence suivants sont indispensables pour I'application du
ent. Pour les références ;datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les réfé
ées, la derniéere édition du document de référence s'applique (y compris les &y
bments).

D68-2-14:1984, "Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai N.:
b fempérature

rme’s et définitions

ter aux
mpéra-
euvent

compte
norme

unique,
ans les
et elle
d dans
p-forme
5 fixes.
Bs trois

brésent
rences
entuels

Varia-

Pour le

3.1
charge

s besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

échantillon(s) et fixation(s) associée(s) (plateaux, béatis, etc.) dans la chambre pendant I'essai

3.2

zone de travail
volume dans la ou les chambres dans lesquelles la température de la charge est contrdlée

dans le

s conditions spécifiées
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nating high and low temperature extremes. Permanent changes in electrical
| characteristics can result from these mechanical stresses.

5t method is in general accord with IEC 60068-2-14 but, due to specific’ requirem
hductors, the clauses of this standard apply.

This te
compo
in a st
the chg
betwee
cycling

2 Ndrmative references

The fo:llowing referenced documents are indispensable for the application of this dod

For da
of the

IEC 60
Changg¢

3 Te
For the

3.1
load

5t method applies to single, dual and triple chamber temperature cycling and
ent and solder interconnection testing. In single chamber-cycling, the load is
tionary chamber and is heated or cooled by introducinghot, ambient or cold
mber. In dual chamber cycling, the load is placed, otba moving platform that s
n stationary chambers maintained at fixed temperatures. In triple chamber temp|
the load is moved between the three chambers)

ed references, only the edition cited applies. For undated references, the latest
eferenced document (including-any amendments) applies.

D68-2-14:1984, Basic envifonmental testing procedures — Part2: Tests —
b of temperature

rms and definitions

purposes/ofithis document, the following terms and definitions apply.

ductor

and/or

ents of

covers
placed
air into
huttles
erature

ument.
edition

Test N:

sample

(s}and associated fixtures (trays _racks etc ) in the chamber during the test

3.2
workin

g zone

volume in the chamber(s) in which the temperature of the load is controlled within the
specified conditions
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3.3

température d’échantillons

TS

température des échantillons pendant les cycles de température, mesurés par des thermo-
couples ou un appareillage de mesure de température équivalent, fixés a leurs corps ou
incorporés dans ces derniers

NOTE Le thermocouple ou I'appareillage de mesure de température équivalent, et, quelle que soit la méthode de
fixation ou la méthode d’encastrement utilisée, doivent assurer que la masse entiere du ou des échantillons atteint
les extrémes de température et les prescriptions de trempage.

3.4

température maximale de I’échantillon
Ts,ma,x . ) ) . )
tempérpture maximale rencontrée par le ou les échantillons, mesurée par les thermoe¢ouples

(voir 3.B)

3.5
température minimale de I’échantillon
Tsymi',‘ - . . . )
tempérpture minimale rencontrée par le ou les échantillons, mesurée_par les thermog¢ouples

(voir 3.8)

3.6
durée ¢e transfert de charge
temps hécessaire pour transférer physiquement la chargé. d’'une chambre de tempérgture et
I'introdpire dans 'autre

NOTE [lle transfert de charge s’applique aux cycles pour chambres doubles et triples.

3.7
charge maximale
charge| la plus grande qui peut étre placée dans la chambre et satisfait encore aux
prescriptions de cycles de température spécifiés tels qu’elles sont vérifiées par les
thermofouples (voir 3.3)

3.8

différeptiel de température d*échantillons

AT

différerce entre la T 4 spécifiée et la Ty i, spécifiée pour la condition d’essai de cycles de

tempérpture (voir Tableat 1)

3.9
temps [de trempage
durée }otale ou la température de I'échantillon se situe dans une plage spécifiée de chaque

T max $RECIfiée et Ty .. spécifiée

NOTE Cette plage est définie comme le temps ou Tg est comprise entre -5 °C et soit +10 °C, soit +15 °C (en
fonction de la tolérance des conditions d’essai) de la T .« Spécifiée pour I'extrémité supérieure du cycle et le
temps ou T est comprise entre +5 °C et =10 °C de la T i, specifiée pour I'extrémité inférieure du cycle.

3.10

température de trempage

plage de températures comprise entre -5 °C et soit +10 °C, soit +15 °C (en fonction de la
tolérance des conditions d’essai) de la Ty specifiée et entre +5 °C et —10 °C de la T
spécifiée

,max ,min

3.1

durée du cycle

durée entre une extréme de haute température et la suivante, ou d’'une extréme de basse
température et la suivante

NOTE Pour un échantillon donné, voir la Figure 1.
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3.3

sample temperature
TS

temperature of the samples during temperature cycling, as measured by thermocouples, or

equivalent temperature measurement apparatus, affixed to, or imbedded in, their bodies

NOTE The thermocouple, or equivalent temperature measurement apparatus, and whichever attachment or
embedding method is used, ensure that the entire mass of the sample(s) reaches the temperature extremes and
the soak requirements.

3.4

maximum sample temperature
Ts,m_ax -
maxim{im temperature experienced by the sample(s) as measured by thermocouples (dee 3.3)

3.5
minimyim sample temperature
Ts,min .
minimum temperature experienced by the sample(s) as measured by thermocouples (s¢e 3.3)

3.6
load transfer time
time tgken to physically transfer the load from one temperature chamber and introduce it
into thg other

NOTE load transfer applies to dual and triple chamber cycling.

3.7
maximum load
largest| load that can be placed in the chamber and still meet the specified templerature
cycling|requirements as verified by thermocouples (see 3.3)

3.8
sample¢ temperature differential
AT
difference between specified ~F

omax and specified T,
conditipn (see Table 1)

s.min for the temperature cycling test

3.9

soak time

totallt!iwe the sample temperature is within a specified range of each specified T 1, and
specifigd Tg in
NOTE This range is defined as the time T is at between -5 °C and either +10 °C or +15 °C (depepdent on
the test gondijtion tolerance) of specified T 5, for the upper end of the cycle and the time 7, is at betwepn +5 °C
and -10 PG 6f’specified T ,, for the lower end of the cycle.

3.10

soak temperature

temperature range that is between -5 °C and either +10 °C or +15 °C (dependent on the test
condition tolerance) of specified 7 5, and between +5 °C and —10 °C of specified Tg i,

3.1

cycle time

time between one high temperature extreme to the next, or from one low temperature extreme

to the next

NOTE For a given sample, see Figure 1.
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3.12
taux de rampe
taux d’augmentation ou de diminution de la température par unité de temps pour le ou les
échantillons

NOTE 1
généralement dans la plage comprise entre 10 % et 90 % de la plage de températures de la condition d’essai (voir
les points a) et b) dans la Figure 1).
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Il convient de mesurer le taux de rampe pour la portion linéaire de la courbe du profil,

qui est

NOTE 2 Le taux de rampe peut étre dépendant de la charge et il convient de le vérifier pour la charge en essai.

3.13
conditions d'essai
diverses options de gammes de cycles de température énumérées dans le Tableau 1

3.14

mode dle trempage

temps

trempape (minimal). Chaque condition d’essai aura quatre modes de trempagé possibl

modes

dépend du mécanisme de défaillance concerné

4 Appareillage d’essai

La ou Ies chambres utilisées doivent étre capables de fournir et de contrbler les tempé
et le rythme des cycles spécifiés dans la ou les zonés) de travail, lorsque la cham
chargég a l'aide d’'une charge maximale. La condugtion de chaleur directe a I'échant
aux éghantillons doit étre minimisée. La capacit¢’ de chaque chambre a attein

exigen
une ch

a)

5

5.1

L’éproyvette jdoit étre visuellement controlée et vérifiée électriquement et mécaniqu
commel leprescrit la spécification applicable.

5.2

a)

EtaJonnage périodique utilisant des. parties instrumentées et une charge maxin
suryeillance en continu au cours de ‘chaque essai de telles mesures de tempér
thefmocouple avec outils fixes adaptés pour assurer la reproductibilité série-a-sérig.

Surnveillance en continu pendant chaque essai d’une partie instrumentée ou des
cées aux emplacements des températures les plus défavorables (par exemple, cela
peyt étre les coins et le milieu de la charge).

pla

Procédure

minimal de trempage a la température de trempage (maximale) et pepdant le te

de trempage sont énumérés dans le Tableau 2. Le mode de,trempage séle

es de température d’échantillon doit étre,vérifiée au travers de chaque chamb
brge donnée par I'une des méthodes ouien les deux méthodes suivantes:

Mesures-initiales

mps de
s, Ces
ctionné

ratures
bre est
llon ou
ire les
re pour

ale, et
ature a

parties

ement,

Conditionnement

L’éprouvette doit étre soumise a I'essai dans I’état non emballé, sans charge ou dans
I’état hors-circuit, sauf spécification contraire dans la spécification applicable.

L’éprouvette en essai, lorsqu’elle est a la température ambiante du laboratoire, doit étre
placée dans la chambre, dont I'atmosphére est a la température ambiante appropriée,

basse température T i, ou température haute 7

,max-

Selon que la chambre est a la température ambiante ou a l'une des températures
extrémes, I’éprouvette doit étre soumise a (ou maintenue a) la température basse/haute
durant la période appropriée.

L’éprouvette doit, ensuite, étre soumise a la température ambiante du laboratoire pendant
la période appropriée.
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3.12

ramp rate

rate of

NOTE 1

NOTE 2

3.13

temperature increase or decrease per unit of time for the sample(s)

Ramp rate should be measured for the linear portion of the profile curve, which is generally in the range
of between 10 % and 90 % of the test condition temperature range (see points a) and b) in Figure 1).

Ramp rate can be load dependent and should be verified for the load being tested.

test conditions
various temperature cycle range options listed in Table 1

3.14

soak mode
minimum soak time at soak temperature (maximum) and soak time (minimum).) Each test

conditi
soak m

n will have four possible soak modes. These soak modes are listedn.Table
ode selected is dependent on the failure mechanism of interest.

4 Tept apparatus

The ch
and cy
Direct
achievi

cling time in the working zone(s), when the chamber ‘s foaded with a maximu
heat conduction to sample(s) shall be minimized. The capability of each ¢

given lpad by one or both of the following methods:

a) Per
mo
as

b) Co
ca

5 Pr

51 |

The s
require

52 (

a) The

nitoring during each test of such fixed tool thermocouple temperature measure
hdequate to ensure run-to-run repeatability.

e temperature locations (for example, this may be the corners and middle of the

bcedure

nitial measurements

d by the relevant specification.

Conditioning

the

switched-off candition unless otherwise :ppnifipd hy the relevant annr‘ifir*afinn

2. The

amber(s) used shall be capable of providing and controllingthe specified tempdratures

m load.
hamber

hg the sample temperature requirements shall be\Vverified across each chamber for a

iodic calibration using instrumented pafts> and a maximum load, and cagntinual

ment(s)

tinual monitoring during each test;of an instrumented part or parts placed af worst-

load).

ecimen shall be~visually inspected and electrically and mechanically checked, as

specimen shall be subjected to the test in the unpacked condition, without load or in

b) The specimen under test, while being at the ambient temperature of the laboratory, shall
be placed in the chamber, the atmosphere of which is at the appropriate ambient, low

temperature Tg

‘min O high temperature T ...

c) Depending on whether the chamber is at ambient or one of the temperature extremes,
the specimen shall be subjected to (or maintained at) the low/high temperature for the
appropriate period.

d) The specimen shall then be subjected to the ambient temperature of the laboratory for

the

appropriate period.
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5.3

Les tayx de cycles nominaux dépendent du mode de trempage sélectionné.

5.3.1 Taux de cycles de composants
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L’éprouvette doit, ensuite, étre soumise a une atmosphére a la température haute Tg 4,

ou basse Tg i, appropriée.

L’éprouvette doit étre maintenue a la condition de haute/basse température pour la
période appropriée.

A la fin de cette période, I'éprouvette doit étre soumise a la température ambiante du
laboratoire pour la période appropriée.

Cette procédure constitue un cycle (voir Figure 1).

A la fin du dernier cycle, I'éprouvette doit étre retirée de la chambre et étre soumise a la
procédure de reprise.

Taux de cycles

Les tayix de cycles de température au niveau des composants types“sont dans I3 plage
comprise entre 1 et 3 cycles par heure. Les mécanismes de défaillance types comprgnnent,
sans s[y limiter, la fatigue (telle que la fatigue du circuit métallique) et le décojlement
interlaminaire. Pour certains mécanismes de défaillance, telle Que’ I'intégrité du soudage en
boule, des taux plus rapides, >3 cycles par heure, peuvent étre utilisés si les chambres de
cycles |de température sont en mesure de satisfaire aux (prescriptions T i, et Td o« €t

de trempage pour la condition d’essai donnée.

5.3.2 Taux de cycles d’interconnexions soudées

Les tayx de cycles d’interconnexions soudées types sont plus lents, dans la gamme de 1 a 2
cycles |par heure, lorsque les évaluations dé fatigue de liaison de soudure sont réalisées.
Celles-ci comprennent les boitiers a pucesia surépaisseur, a réseaux a billes et les poitiers
superppsés avec des interconnexions \soudées. La fréquence de cycles et le temps de

trempape sont plus importants pour les,interconnexions soudées.

5.3.3 Températures maximales et minimales

Les termmpératures d’échantillons minimales et maximales mesurées doivent se situer gdans la
plage indiquée au Tableaur1 pour la condition d’essai spécifique utilisée et la AT ngminale

doit au|moins étre atteinte.
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5.3

Nomingl cycle rates are dependent on the soak mode selected.

5.3.1 Component cycle rates

The specimen shall then be subjected to the atmosphere at the appropriate high

temperature T max OF low temperature T ip.
The specimen shall be maintained at the high/low temperature condition for the
appropriate period.

At the end of this period, the specimen shall be subjected to the ambient temperature of
the laboratory for the appropriate period.

This procedure constitutes one cycle (see Figure 1).

At the end of the last cycle, the specimen shall be removed from the chamber and be
subjected to the recovery procedure.

CycleTates

Typicall component level temperature cycle rates are in the range of A\ t0 3 cycles pgr hour.
Typical| failure mechanisms include, but are not limited to, fatigue.(such as metal circuit
fatigue) and delamination. For certain failure mechanisms, such as ball bond integrity], faster
rates, 3 cycles per hour can be used if the temperature cycling’ chambers are capjable of

meeting the T

5.3.2 Solder interconnect cycle rates

min @nd T 5, and soak requirements for the given test condition.

Typicall solder interconnect cycle rates are sloweryin the range of 1 to 2 cycles pgr hour,
when dolder joint fatigue evaluations are performed. These include flip chip, ball grid array
and stacked packages with solder interconnections. Cycle frequency and soak time is more

significpnt for solder interconnections.

5.3.3 Maximum and minimum tempeérature

The maximum and minimum sample temperatures measured shall be within the rangq stated
in Table 1 for the specific test:¢ondition being used and the nominal AT shall be at least

attained.



https://iecnorm.com/api/?name=714037fe4f2bc706f02cd0afc43535bc

- 16 - 60749-25 O CEI:2003

Tableau 1 — Conditions d’essai des cycles de température

Condition d’essai ® Ts, min Ts, max
°C °C

0 +10

A =55 _1p +857

0 +15

B =55 1, +12577,

0 +15

Cc -65 _1p +150 7

0 +15

G -40 4o +1257

0 +15

H -55 1o +150 77,

0 +15

| -40 _1o +115773

0 #15

J -0 _4o +10075

0 +15

K -0 10 +125 0

0 +15

L =55 1o +11077,

0 +15

M -40 _1o +150 7

0 +10

N =30 _1p +80 7

0 +15

o} -25 4 +12577,

0 +15

P -85 _1o +12577
NO[TE Les conditions d’essai de cycles de .température différentes du Tableau 1 peuvent é&tre
utilfsées. 1l convient, toutefois, que les cenditions d’essai répondent aux recommandations |de
trempage, de cycles par heure et de taux désrampe pour le mécanisme de défaillance en essai. Il pst

recommandé que ces conditions soient documentées comme l'indique I'Article 6, point f).
a8 |JATTENTION Il convient de prendre des précautions lors de la sélection de la condition d’esdai,
étant donné que:

1) la prescription de Ty nhax POUr une condition d’essai spécifique peut dépasser la température|de
transition vitreuse de certains matériaux de boitiers qui peuvent induire des mécanismes |de
défaillance que I'ofi-ne voit normalement pas pendant les conditions d’application de concept|on
sur le site, et

2) le coefficient des différences de dilatation thermique sur la plage de températures en conditigns
d’essai peut\'produire une défaillance prématurée des trous métallisés dans la carte d’esdai,
limitant@insi la capacité d’affichage électrique pour les parties en essai;

3) les conditions d’essai qui dépassent 125 °C pour la T ,,5x e sont pas recommandées pour |es
compositions de soudures Pb/Sn.

Tableau 2 — Conditions de mode de trempage

Temps de trempage minimal a la température de trempage
Mode de trempage (maximale) et température de trempage (minimale)
min

1 1

2 5

3 10

4 15
NOTE Des modes de trempage différents du Tableau 2 peuvent étre utilisés. Cependant, il convient
que les conditions d’essai soient appropriées pour le mécanisme de défaillance en essai. Il est
recommandé que ces conditions soient documentées comme indiqué a I'Article 6, point f).
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Table 1 — Temperature cycling test conditions

Tg T,
Test condition @ $,min $,max
°C °C
A -55 —1% +85 +1(§)
0 +15
B -55 _jp 1257
0 +15
] -65 _1, +150 77,
0 +15
G -40 _1o +1257
0 +15
H =55 49 +150 7
0 +15
| -40 _49 +115 7%
0 +15
J -0 _4o #1007,
0 +15
K -0 _4o +1257
0 +15
L =55 1, +11077,
0 +15
M -40 _1o +150 7
0 +10
N =30 _1p +80 7
0 +15
0} =25 +12577,
0 +15
P 65 _1o +12577,
NQTE Temperature cycling test conditions different from Table 1 can be used. However, tpst
copditions should meet the soak, cycles per,hour and ramp rate recommendations for the faillire
mgchanism being tested. These conditions_should be documented as indicated in Clause 6, point f).
a |CAUTION Care should be taken when selecting test conditions since:

1) the Tg max requirement foraspecific test condition may exceed the glass transition temperatufe
of some package matefials’ which may induce failure mechanisms not normally seen during
design application conditions in the field; and

2) coefficient of thermal expansion differences over the test condition temperature range cgn
produce premature failure of plated through holes in the test board, thus limiting electricpl
readout capability for the parts on test;

3) test conditions that exceed 125°C for T ax are not recommended to Pb/Sn solder
compositions.

Table 2 — Soak mode conditions

Minimum soak time at soak temperature (maximum)
Soak mode and soak temperature (minimum)
min
1 1
2 5
3 10
4 15

NOTE Soak modes different from Table 2 can be used. However, test conditions should be appropriate
for the failure mechanism being tested. These conditions should be documented as indicated in
Clause 6, point f).
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5.4 Temps de trempage supérieurs et inférieurs

Les te

T,

s,max

mps de trempage supérieurs et inférieurs varient selon le mode de trempage
sélectionné; voir le Tableau 2. Pendant ce temps de trempage, I'éprouvette doit atteindre les

ou Tg min Prescrites.

5.5 Températures de trempage supérieures et inférieures

Les températures de trempage supérieures et inférieures varient selon la condition d’essai
sélectionnée, voir le Tableau 1.

5.6 Modes de trempage

Les mg
trempa
taux dg
mécan

5.6.1

Dans |
utilisé.

5.6.2

Les mqg
fluage
surépa

5.7 1

Les du
énume
au mod
a30m

des de trempage sont énumérés au Tableau 2. Les modes de trempage-a_te
ge plus longs que ceux présentés dans le Tableau 2 ne sont pas compatibles a
cycles normalisés et il convient de les sélectionner uniquement si négessaire
sme de défaillance spécifique.

Mode de trempage de composants

bs cycles de température de composants, le mode de trempage 1 est générad

Mode de trempage d’interconnexions

des de trempage 2, 3 et 4 sont généralement Utilisés pour les essais de fatigu
de soudure associés aux interconnexions: telles que les soudures a p
sseur ou bien réseau a billes.

Durée du cycle

rées de cycles varient en fonction du mode de trempage sélectionné. Le Ta
e les taux de cycles types ‘hour composants par rapport aux conditions d’¢g
e de trempage. Pour des-jinterconnexions soudées, les temps de cycles in
n ne sont pas recommandes.

Tableau 3 - Fréquence type et mode de trempage pour conditions d’essai

mps de
vec les
bour un

lement

e et de
ices a

bleau 3
ssai et
érieurs

Condition Cycleitypes Mode de trempage type
A 2-3 1et2
B 2-3 1et2
C 1-3 1et2
G 1-2 1,2,3et4
H 2-3 1et2
I 1-2 1,2,3et4
J 1-3 1,2,3et4
K 1-3 1,2,3et4
L 1-3 1,2,3et4
M 1-3 1,2,3et4
N 1-3 1,2,3et4
o} 1-3 1,2,3et4
P 1-3 1,2,3et4
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5.4 Upper and lower soak times

Upper and lower soak times vary by the soak mode selected; see Table 2. During this soak

time, the specimen shall reach the required T 5, and T in.
5.5 Upper and lower soak temperatures

Upper and lower soak temperatures vary with the test condition selected; see Table 1.

5.6 Soak modes

Soak modes are listed in Table 2. Soak modes with longer soak times than those shown in
Table 2 are not compatible with standard cycle rates and should be selected only as)rgquired
for a specific failure mechanism.

5.6.1 Component soak mode

In component temperature cycling, soak mode 1 is typically used.

5.6.2 Interconnect soak mode

Soak modes 2, 3 and 4 are generally used for solder fatigue and‘creep testing associated with
intercopnections such as flip chip or ball grid array solder joints.

5.7 Cycle time
Cycle tmes vary with the soak mode selected. Table 3 lists typical cycle rates for components

versus|[test condition and soak mode. For solder interconnections, cycle times legs than
30 minjare not recommended.

Table 3 — Typical frequency and soak mode for test conditions

Condition TypicaLcycIes Typical soak mode
A 2-3 1and 2
B 2-3 1and 2
] 1-3 1and 2
G 1-2 1,2,3and 4
H 2-3 1and 2
I 1-2 1,2,3and 4
1-3 1,2,3and 4
K 13 1.2 3and4
L 1-3 1,2,3and 4
M 1-3 1,2,3and 4
N 1-3 1,2,3and 4
o 1-3 1,2,3and 4
P 1-3 1,2,3and 4
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5.8 Taux de rampe

5.8.1 Taux de rampe de composants

Le taux de rampe n’est pas critique pour la plupart des essais de composants.

5.8.2 Taux de rampe d’interconnexions

Lors des essais d’interconnexions concernant la fatigue de liaison de soudure, il importe

d’éviter les gradients thermiques transitoires dans les échantillons en essai. Les échantillons
a grande masse thermique et faible rendement d’échange thermique nécessitent des taux de
rampe suffisamment lents pour compenser la masse thermique. Il convient que la température

de I’échantillon soit a quelques degrés de Ta température ambianie pendant Tes ra
tempérpture. Le taux de rampe type pour cette situation est de 15 °C/min ou moins'poe

portion

prescri
masse
chamb
énumé

est importante lors des essais d’interconnexions soudées.

Tableau 4 — Conditions d’essai recommandées pour cycles de température

n—J‘pes de
r toute

du cycle, avec un taux préférentiel compris entre 10 °C et 14 °C/min} Pour les
échantillons de grande masse thermique, I'utilisation d’'une chambre a zone unique peut étre

e pour atteindre le taux de rampe le meilleur. Pour des échantillons sans contrg

inte de

thermique, le taux de rampe peut étre plus rapide et il est possible d’utiliser les
es doubles. Les prescriptions d’essai types pour les interconhexions soudég¢s sont

ées dans le Tableau 4. La combinaison du taux de rampe et.du temps de trg

pour interconnexions soudées

mpage

Condion domest = | Wodedotwompage | JTRDNRR | Do R
G,||J,K,L,N,O,P 2 Dépenrisg:ngglljae masse 5
3 e
G,I|J,K,L,N,O,P 4 Dépen?sg:n?&ljae masse <
a8 ATTHENTION Il convient de prendre des précautions lors de la sélection des conditions d'essai, étar|t donné

que la Ts min Peut provoquer des~craquelures des trous métallisés des cartes a cablage imprimé e

cablg

ge, inhibant ainsi les affichages électriques associés aux interconnexions soudées en essai.

/ou leur

5.9 Durée de transfert'de charge

Pour g

soit inférieure a~1<min, afin de maintenir un profil de température uniforme a travers la
Pour les chambres uniques, il convient que le temps de changement de [Iaif
tempérpturé extréme a une autre soit inférieur 8 5 min. Cela inclut I'introduction
ambiar]t, € cas échéant.

s chambrestdouble et triple, il est recommandé que la durée de transfert de

5.10 Reprise

charge
charge.
d’une
de l'air

a) A la fin de la période de conditionnement, I’éprouvette doit étre soumise aux conditions
atmosphériques normales pour la reprise pendant une période adaptée a la réalisation de
la stabilité de la température.

b) La spécification applicable peut étre demandée pendant une période de reprise spécifique

pou

r un type donné d’éprouvette.

5.11 Mesures finales

L’éprouvette doit étre visuellement controlée et vérifiée électriquement et mécaniquement,
comme le prescrit la spécification applicable.
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